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RESUMO

Este trabalho analisa como os poderes estruturais da China e dos Estados Unidos
influenciaram a disputa tecnologica entre as superpoténcias durante o periodo do governo
Biden. Partindo do referencial tedrico de Susan Strange sobre poder estrutural, esta pesquisa
investiga de que maneiras as superpoténcias fazem uso dessa capacidade em suas estratégias
na competicdo tecnologica. A metodologia utilizada combinou revisdo bibliografica com
analise de documentos legislativos, relatorios setoriais e dados acerca da cadeia global de
producdo dos chips. Ambos os paises buscaram implementar estratégias, politicas e
instrumentos para promover e ampliar o seu proprio poder estrutural por meio do
desenvolvimento interno da capacidade produtiva de circuitos integrados, almejando alterar a
configuragdo da cadeia global de producao dos microchips a seu favor. Os resultados apontam
que apesar da disputa tecnologica sino-americana no setor de circuitos integrados favorecer o
desacoplamento da cadeia global de producdo de chips, essa cadeia ainda depende da

participagdo da China e dos EUA.

Palavras-chave: China; EUA; semicondutores; poder estrutural; disputa tecnologica.



ABSTRACT

This study analyzes how the structural powers of China and the United States influenced the
technological dispute between the two superpowers during the Biden administration.
Grounded in Susan Strange's theoretical framework on structural power, this research
investigates how the superpowers leverage this capacity in their strategies within the
technological competition. The methodology combined a literature review with the analysis of
legislative documents, industry reports, and data concerning the global semiconductor
production chain. Both countries sought to implement strategies, policies, and instruments to
foster and expand their own structural power through the domestic development of integrated
circuit production capacities, aiming to reshape the global microchip production chain to their
advantage. The findings indicate that, although the Sino-American technological dispute in
the integrated circuit sector favors the decoupling of the global chip production chain, it

continues to depend on the participation of both China and the US.

Keywords: China; USA; semiconductors; structural power; technological dispute.
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1 INTRODUCAO

No dia 9 de agosto de 2022, o Congresso americano sancionou o CHIPS and Science
Act, consolidando uma das principais iniciativas legislativas norte-americanas voltadas ao
fortalecimento do setor doméstico de semicondutores. A lei foi assinada pelo presidente
Joseph Robinette Biden, em um contexto de crescente competi¢do tecnoldgica entre os
Estados Unidos da América e a China (Estados Unidos, 2022b).

A Lei possui o objetivo de impulsionar a inovagdo, garantir seguranga nacional e
reduzir a dependéncia para com cadeias produtivas com grande participagdo de paises
considerados rivais ou ameagas existenciais, sobretudo em setores estratégicos como a
microeletronica (Estados Unidos, 2022b). O investimento publico de aproximadamente 280
bilhdes de dolares previsto no CHIPS Act apresenta-se como um ponto de inflexdo importante
na politica industrial estadunidense, marcada nas tltimas décadas por um modelo mais liberal
e globalizado de organizacdo da produ¢do, demonstrando um interesse nacional em promover
por meio de politicas de desenvolvimento a sua indistria interna.

Em contraste, a cadeia global de valor dos microchips ¢ notadamente dispersa,
composta pelas articulagdes entre multiplos atores que dependem de suas atividades, firmas e
materiais que por décadas tiveram os seus relacionamentos interempresariais transformados
pela globalizagdo e pelas estratégias de inser¢do econdmica e tecnoldgica de grandes
poténcias (Miller, 2022). Essa tendéncia de fragmentagdo teve inicio na década de 1960,
quando as empresas estadunidenses dominavam quase completamente todas as etapas da
producdo de circuitos integrados seguindo o formato IDM (Miller, 2022). Contudo, os custos
colossais para criar e operar as fabricas de microchips ¢ um obstaculo de entrada para novos
atores no setor (Burkacky, 2022). Entdo, para aumentar a eficiéncia e diminuir os gastos
financeiros das firmas norte-americanas, o modelo de organizacao produtiva deixou de ser
verticalizado e a produgdo passou a acontecer fora do territério americano. Fébricas no leste
asiadtico passaram a receber as arquiteturas dos circuitos integrados assim como a

matéria-prima, para entdo executar a producdo in-loco (Miller, 2022).

Os chips sdo essenciais para a vanguarda tecnoldgica em varias dimensdes da
contemporaneidade, especialmente a econdmica, produtiva e militar. Varios produtos
eletronicos que envolvem algum grau de automacao ou uma interface digital para facilitar o
uso do produto por parte do usudrio utilizam-se dos chips na sua composicdo. Para além
desses usos mais evidentes, muitos sistemas econdmicos da contemporaneidade dependem

dos circuitos integrados para funcionamento pleno, principalmente quando tecnologias mais



recentes como inteligéncia artificial (IA) estdo envolvidas. No nivel produtivo, praticamente
todos os estagios envolvem a utilizagao de chips, desde a etapa da extragdo da matéria-prima,
do seu processamento, de transformacgdo e de empacotamento e distribuicao. As maquinas
fabris contemporaneas requerem altos niveis de precisao e capacidade de processamento € 0s
chips sdo comumente utilizados para sanar essa necessidade. Mesmo que alguma maquina nao
faca uso direto dos circuitos integrados, é quase impossivel que eles ndo sejam vitais em

algum momento da sua cadeia produtiva.

Na dimensao militar, multiplos armamentos bélicos dependem direta ou indiretamente
do acesso ao mercado de circuitos integrados de maneira rapida. Até mesmo equipamentos
que antes eram produzidos sem necessidade de alta tecnologia fazem uso dela e,
consequentemente, dos chips. Outro aspecto que ndo pode ser deixado de lado ¢ a informagao,
as campanhas militares atuais sdo guiadas pelos oficiais de alta patente por meio de muitas
informacodes disponibilizadas por aparelhos eletronicos de alta tecnologia, como imagens via
satélite (North Atlantic Treaty Organization, 2026). Devido a sua alta complexidade, muitos
desses equipamentos exigem os circuitos integrados mais avangados possiveis, mas nem
sempre o acesso a eles ¢ possivel ou economicamente viavel uma vez que firmas, agéncias
governamentais, consumidores privados e outros agentes disputam o seu acesso (Haramboure
et al., 2023). Em um mundo globalizado — no qual cadeias produtivas podem ocupar dezenas
de paises diferentes — a comunicacdo eficiente entre produtores, extrativistas, fabricas e
consumidores ¢ um ponto importante nas cadeias produtivas (De Backer; Flaig, 2017). Essa
comunicacdo ¢ realizada através de aparelhos e sistemas de alta tecnologia que dependem

diretamente do acesso amplo aos circuitos integrados.

Devido a sua importancia econdmica, estratégica e geopolitica, os ClIs possuem grande
relevancia para as economias chinesa e estadunidense (Haramboure et al., 2023). Sua cadeia
de producdo ¢ muito complexa, envolvendo etapas como extragao de matéria-prima, design,
fabricagdo e empacotamento. Pequim e Washington possuem o objetivo de garantir a sua
propria seguranca por meio da vantagem tecnologica em setores estratégicos (Estados Unidos,
2022a). Portanto, esses paises tém procurado assegurar o desenvolvimento e fabricaciao dentro

dos seus territdrios, ou de paises aliados (Maihold, 2022).

Contudo, devido a complexidade minuciosa nas etapas industriais e da variedade e
volume de matérias-primas imprescindiveis para a sua producao, as cadeias de valor dos chips

distribuiram-se globalmente para aproveitar ao maximo as capacidades regionais,



maximizando a sua eficiéncia (Miller, 2022). Destarte, torna-se evidente uma contradi¢do
entre a ambicao dos Estados de garantir o acesso de seu proprio pais aos chips e a realidade da
disposicdo da cadeia produtiva transnacional fragmentada devido a busca, por parte das firmas
estadunidenses, pela reducao maxima dos custos financeiros da produ¢ao de chips na década
de 1960. Nesse contexto, firmas especializadas em certas etapas da produgdo tornaram-se
mais comuns, ¢ empresas dos EUA passaram a atuar mais no design dos chips, enquanto as
firmas no leste asiatico especializaram-se na etapa da fabricagdo (Miller, 2022). Os EUA
mostram-se defasado na fabricacdo dos circuitos integrados, e para remediar essa
vulnerabilidade, houve a adogdo de politicas publicas com enfoque no aumento da

produtividade e capacitagdo tecnoldgica interna do pais (Estados Unidos, 2022b).

No caso chinés, a tendéncia de fragmentacao da cadeia de valor dos chips favoreceu a
estratégia chinesa do século passado baseada no investimento, e intervencao, estatal direto
para garantir a producdo enddgena de tecnologias de chips mais rudimentares, que possuia o
objetivo de reducdo da vulnerabilidade cronica que o pais possui para com o mercado
internacional (Miller, 2022). Assim, investimentos privados e governamentais foram
utilizados para erguer fabricas de circuitos integrados (Sutter, 2021). Ainda que a atuagdo
estatal seja muito forte, destaca-se a relevancia da iniciativa privada nas politicas de inovagao
tecnoldgicas chinesas. Existe uma colaboragdo entre o poder privado e estatal, guiado por
politicas publicas, para desenvolver e produzir tecnologias inovadoras dentro do seu territorio

(OECD, 2026).

Entretanto, numa dimensao econdmica, os altos custos financeiros ¢ a estabilidade da
cadeia global de valor dos microchips inibe que outras empresas competidoras adentrem esse
mercado com uma dinamica consolidada (Miller, 2022). A partir de uma otica politica, os
Estados Unidos e seus parceiros mais proximos buscam maneiras de impedir que a China se
torne lider tecnolégico da cadeia global de producao dos circuitos integrados, especialmente
na etapa de desenvolvimento e design — estdgio importante para atingir a independéncia

tecnologica nesse setor (Allen, 2023b).

Visto isso, € pertinente estudar as estratégias e dindmicas que a China e os Estados
Unidos, as duas maiores economias nacionais do mundo, t€ém utilizado para garantir acesso e
buscar autonomia no setor de semicondutores e tecnologias satélites. Dada a abrangéncia do
tema, este projeto de pesquisa limita-se em analisar as capacidades nacionais de cada pais no

que diz respeito ao setor de semicondutores, tomando como referencial de analise o conceito



de poder estrutural desenvolvido originalmente por Susan Strange (2015). Busca-se contribuir
para a agenda de pesquisa do campo da Economia Politica Internacional e das discussdes mais
recentes sobre geoeconomia, tendo o setor de chips como objeto de estudo, dada a relevancia
crescente dessa tecnologia para a economia global e sua centralidade na disputa tecnoldgica

entre China e EUA (Miller, 2022).

Este trabalho parte da premissa de que as politicas industriais e as disposicdes de
capacidades adotadas por atores estatais podem ser compreendidas a partir do referencial
tedrico desenvolvido por Susan Strange sobre o poder estrutural. A hipotese principal deste
estudo ¢ que a disputa tecnologica entre China e EUA atua como vetor de desacoplamento da
cadeia global de producdo dos Cls. O objetivo geral desta pesquisa ¢ responder os poderes
estruturais chinés e estadunidenses no setor de semicondutores influenciaram a disputa
tecnologica durante o governo Biden. Para que esse objetivo seja atingido, foi estabelecido
dois objetivos especificos. O primeiro ¢ caracterizar os poderes estruturais chinés e
estadunidense no setor de semicondutores. O segundo envolve analisar como os poderes
estruturais chinés e estadunidense no campo dos semicondutores promovem a seguranga por
meio do desenvolvimento tecnoldgico dos seus respectivos paises.

Para alcangar o primeiro objetivo especifico foi realizada uma pesquisa documental
sobre politicas nacionais, capacidades econdmicas industriais, participagdo de setores
estratégicos da cadeia global de valor dos semicondutores e foram identificadas as principais
caracteristicas dos poderes estruturais da China e dos Estados Unidos referentes ao setor de
chips. Igualmente, foi delineado de que forma e sentido se deu a disputa tecnologica entre
ambos os paises em questdo. Para alcancar o segundo objetivo especifico, o conceito de poder
estrutural foi utilizado como embasamento tedrico para retirar informacdes dos artigos e
documentos levantados, e instrumentalizado analiticamente para compreender como o0s
poderes estruturais chinés e estadunidense promoveram o desenvolvimento tecnologico em
seus respectivos paises no setor de semicondutores. Por tltimo, as referéncias bibliograficas
foram feitas com auxilio de inteligéncia artificial, por meio do modelo 5.5 do ChatGPT.

Inicialmente, sera apresentada uma breve discussdo sobre o conceito de poder
estrutural dentro do campo da Economia Politica Internacional, para construir um referencial
analitico a fim de compreender a disputa entre EUA e China no setor de semicondutores. Em
seguida, serd tragado um panorama da disposi¢do da cadeia global de produgdo dos Cls
levando em consideragcdo os poderes estruturais da China e dos Estados Unidos. Isso sera

realizado pois o entendimento das politicas estatais depende de uma compreensdo minima de



como a cadeia global de producdo de Cls estd disposta. Entdo, hd uma apresentacdo das
principais politicas estatais da China e dos EUA levando em considera¢do os quatro eixos
propostos por Susan Strange: seguranga, producdo, finangas e conhecimento. Por ultimo, as
barganhas centrais entre os principais atores serdo discutidas a partir do referencial tedrico
para mostrar como as relagdes entre os principais atores sao afetadas pelos poderes estruturais
de Pequim e Washington. Com isso, sera observado como a disputa tecnoldgica entre China e
EUA afeta o desacoplamento da cadeia global de producdo do setor de chips. Como
metodologia, serd utilizada uma revisao bibliografica aliada a analise de documentos oficiais e

dados sobre a cadeia global de semicondutores.

2 REFERENCIAL TEORICO

Antes de aprofundar no tema, uma vez que a literatura especializada das ciéncias
sociais por vezes utiliza certos termos como intercambiaveis apesar de se referirem a objetos e
conceitos distintos, revela-se importante identificar as diferencas entre um semicondutor, um
transistor € um chip ou microchip ou circuito integrado. Segundo Rahman (2014), certos
materiais que ndo conduzem bem nem mal a energia elétrica, possuem uma estrutura
cristalina e poucos elétrons livres em temperatura ambiente sdo chamados de semicondutores.
Esses materiais semicondutores possuem uma resisténcia elétrica entre a de um condutor e de
um isolante. De acordo com Scalvi (1996), adicionar certas impurezas nesse material permite
atingir uma condutividade especifica da liga resultante, o que facilita a passagem de corrente
elétrica sob as condi¢des desejadas.

No caso do transistor, a sua defini¢ao pode ser entendida como um dispositivo feito de
material semicondutor para controlar sinais elétricos (Batabyal et al., 1996). Existem diversos
tipos de transistores, inicialmente eram utilizados os bipolar junction transistor (BJT), mas
em 1969 Frederico Faggin na Fairchild desenvolveu o transistor metal 6xido-semicondutor
(MOSFET) - facilitando e barateando a producao das mercadorias relacionadas, entre elas o
chip. Finalmente, o circuito integrado ou microchip refere-se a um conjunto de circuitos
eletronicos (transistores minusculos em uma ordem especifica) sobre uma placa de material
semicondutor, rotineiramente sendo utilizado o silicio, devido a sua abundancia e facil acesso
na crosta terrestre em comparagdo com materiais com caracteristicas similares, como o
germanio (Sze et al., 2021).

A capacidade de producdo de circuitos integrados (CI) ¢é o aspecto

tecnoldgico-produtivo fundamental para toda a andlise. Destarte, as matérias-primas, os



subsistemas e ferramentas, e as estratégias organizacionais dos agentes envolvidos para a
produgdo dos microchips também s3o considerados ao longo do texto, com o objetivo de
explicar de um modo abrangente os poderes estruturais da China e dos EUA nessa disputa
politica.

Para os propdsitos deste estudo, o aparato conceitual que Susan Strange desenvolveu
em seu livro States and Markets (2015) foi o referencial tedrico escolhido para o
levantamento de dados sobre a industria de semicondutores e a sua posterior analise. Isso se
deveu a alta complexidade do tema e as suas multiplas dimensdes que devem ser abordadas.
Strange argumenta que existem dois tipos de poder exercidos na politica internacional: poder
relacional e poder estrutural. O primeiro tipo de poder pode ser definido como a capacidade
de diretamente for¢ar um ator a agir de uma forma que ele nao agiria normalmente, enquanto
o segundo abrange a capacidade de moldar e determinar as estruturas da politica econdmica
global na qual os Estados, as institui¢des econdmicas e politicas, as empresas, os cientistas e
outros profissionais atuam (Strange, 2015, p. 24-25). Dada a devida relevancia para o poder
relacional, Strange argumenta que desde a década de 1980 o poder estrutural adquiriu
importancia muito maior nas competi¢des entre Estados, e entre firmas econdmicas (Strange,
2015, p. 24).

Nesse sentido, o poder estrutural € composto por quatro estruturas primarias, segundo
Strange: seguranga, produgdo, finangas e conhecimento (2015). Isto €, os atores possuem
poder estrutural quando estdo em posicdo de: ameagar ou proteger a seguranga das outras
pessoas; decidir como serd o modo de producdo dos bens e servicos em sociedade;
administrar a distribui¢do de crédito; e controlar, total ou parcialmente, quem pode ter acesso
ao conhecimento e quais sdo esses termos de acesso (Strange, 2015, p. 26-28). Uma
caracteristica comum de todas essas fontes de poder ¢ a capacidade de restringir o leque de
escolhas de outros atores sem aparentemente colocar pressdo sobre eles (Strange, 2015, p. 31).
Observado em quais estruturas cada ator possui poder estrutural, Strange avanca para a
questdo de quais sdo as barganhas principais realizadas pelos atores relevantes, nacionais ou
internacionais, de determinado setor.

Os Estados sdo atores muito relevantes da Economia Politica Internacional, mas
nota-se que as barganhas entre governos de Estados podem ser efémeras pois dependem
fortemente da barganha doméstica entre os grupos sociopoliticos majoritarios e se elas serdo
duradouras o suficiente para resultar em poder estrutural (Strange, 2015, p. 40). Apesar disso,

as estruturas de poder ndo sdo permanentes em qualquer nivel, elas sdo o resultado provisorio



e instavel de barganhas constantes entre atores publicos e privados nos seus multiplos niveis
(Strange, 2015).

Entretanto, apesar da literatura especializada discorrer extensivamente sobre o
conceito de poder estrutural, os instrumentos pelos quais esse poder ¢ exercido permanecem
nebulosos. Segundo Kirshner (2022 apud Malkin e He, 2024), essa auséncia de especificidade
poderia deixar o conceito de poder estrutural vulneravel para criticas de determinismo, onde
os atores tém sua agéncia politica em cheque. Para lidar com essa questdo, Malkin e He
(2024) argumentam que o poder estrutural estadunidense dentro do setor de semicondutores ¢
exercido por meio de vérias ferramentas geoeconOmicas que constituem o enforcement
extraterritorial passivo e ativo da propriedade intelectual de tecnologia pertencente aos
Estados Unidos. Nesse sentido, apesar do referencial tedrico preferir o escopo estrutural, as
acoes estatais — e das grandes firmas transnacionais e de importantes grupos politicos — nao
sdo ignoradas, elas compdem um meio relevante pelo qual os atores alteraram a distribuig@o
interna de recursos. Em seguida, os grupos politicos internos mais relevantes constituem uma
nova barganha que muda o arranjo do poder estrutural do Estado.

Internacionalmente, a posi¢cdo dos poderes estruturais dos Estados desloca-se € uma
nova barganha entre Estados pode ser gerada, refletindo, ainda que posteriormente, a nova
distribui¢do de poder estrutural no cendrio internacional. Em resposta a essa vigente barganha,
os atores de outros paises podem decidir executar suas proprias acdes levando em
consideragdo a atual conjuntura e assim sucessivamente. Ou seja, os EUA sdo capazes de
fazer valer os seus interesses nacionais mesmo fora do seu territdrio utilizando-se de
ferramentas como imposicao de tarifas alfandegarias, restri¢des de exportacdo, e diplomacia
com Estados aliados militarmente; e por meio da centralidade dos Estados Unidos na cadeia
global de semicondutores (Malkin e He, 2024). Em paralelo, a China busca os seus interesses
nacionais por meio da intervengdo estatal junto aos atores privados para competir
tecnologicamente no setor de semicondutores ao mesmo tempo em que disputa e cria outras

estruturas politicas internacionais (China, 2020).

3 RESULTADOS E DISCUSSAO

3.1 Disposicao geral da cadeia de circuitos integrados

A cadeia produtiva dos chips semicondutores ¢ uma das mais complexas e

interdependentes da economia global, envolvendo diversos paises e especializagdes técnicas



em cada etapa. Estruturada em torno de cinco etapas fundamentais, cada uma delas altamente
especializada e concentrada geograficamente.

O primeiro ponto € a extragdo e processamento de matérias-primas, como o silicio e as
terras raras, que constituem a base para a fabricagdo dos chips. Em seguida, entram em cena
as ferramentas, maquinas e subsistemas industriais, fundamentais para viabilizar a fabricagdo
em larga escala com altissima precisdo — especialmente nas etapas de litografia. O terceiro
ponto envolve os softwares e equipamentos criticos, como as ferramentas de automagao
eletronica de design (Electronic Design Automation — EDA) e as arquiteturas de conjuntos de
instrugdes (Instruction Set Architecture — ISA), que definem como os chips sdo projetados e
como irdo operar. O quarto elo da cadeia é o design propriamente dito, no qual empresas
especializadas criam projetos avancados de circuitos integrados. Por fim, o quinto ponto ¢ a
producdo final, realizada em fabricas extremamente avangadas, que transformam o design em
chips fisicos prontos para uso em milhares de aplicagdes. Nessa estrutura, destacam-se a
proeminéncia chinesa no setor de terras raras, a dominancia estadunidense das patentes dos
softwares relacionados a producao, o oligopdlio das maquinas de fotolitografia dos Paises
Baixos, e a importancia das industrias pure-play de Taiwan.

Caracterizado o produto-chave do objeto de estudo e o conceito de poder estrutural,
existe uma ampla gama de materiais e elementos necessarios para as etapas da cadeia global
de produgdo dos Cls. Segundo United States Geological Survey (USGS) de 2022, aluminio,
arsénio, germanio e galio sao considerados “minerais criticos”. Ou seja, eles sdo materiais de
enorme relevancia para as industrias estadunidenses e as cadeias de valor que incluem os
EUA, sobretudo quando mostram-se indispensaveis para a produg¢do de tecnologias
consideradas fundamentais para a seguranga nacional. A defini¢ao legal de “minerais criticos”
¢, de acordo com o Energy Act de 2020, qualquer mineral, elemento, substancia ou material

que a Secretary of Energy determine que:

L.possua um alto risco de uma interrupc¢ao nas cadeias de valor;

IL.serve uma fungdo essencial em um ou mais tecnologias energéticas, incluindo
tecnologias que produzem, transmitem, transportam, armazenam € conservam
energia; ou

[I1.seja designado pela Secretary of Energy como critico.

(Energy Act, Title VII, 2020, p. 1116)

A cadeia global de valor dos semicondutores ¢ desde o inicio expansiva, mas nem por

isso ¢ particularmente robusta. Alguns desses materiais possuem uma porcentagem



significativa de produgdo em somente um grupo seleto de paises ou até em apenas um Unico
pais. O maior exemplo disso ¢ o semimetal germanio: no ano de 2021, 95% da sua producao
mundial concentrou-se na China continental de acordo com informagdes do Mineral
Commodity Summaries 2022. Ademais, a China possui uma participagdo larga na producdo e
processamento de muitas terras raras, sendo um ponto de conflito na estratégia estadunidense
tanto no setor de semicondutores quanto no setor de baterias de alta tecnologia (United States
Department of The Interior, 2022). Produzindo aproximadamente 60% das terras raras e
processando em torno de 90% das terras raras em 2024, a China possui essencialmente um
monopdlio sobre essa parte da cadeia produtiva (IEA, 2026).

Essa assimetria da distribuicdo geografica e da capacidade de processamento desses
minerais criticos em favor da China concede ao pais poder estrutural sobre os seus adversarios
em trés dimensdes: seguran¢a, producdo e conhecimento. A dominancia da China nessa etapa
da producdo dos circuitos integrados dificulta medidas mais combativas por parte dos EUA,
limitando consideravelmente o seu leque de a¢des. Em 2023, a China implementou um veto
as tecnologias de extracdo e separacdo de terras raras, buscando retardar o desenvolvimento
tecnologico e produtivo dos EUA nesse setor crucial para inimeras aplicagdes (Allen; Schutz,
2024). No curto prazo, os EUA necessitam da China para continuar com vdrias de suas
industrias mais tecnologicas, incluindo a industria bélica e de defesa (Allen, 2023a). Ou seja,
a propria segurancga estadunidense estd entrelacada a capacidade produtiva das terras raras da
China.

A partir da matéria-prima, ¢ necessario uma capacidade técnica monumental para o
design, manufatura e empacotamento dos microchips. Esses conhecimentos especificos geram
pericia por parte de individuos e firmas; e eles, por sua vez, buscam impedir que outros
adquiram esse know-how por meio da protegdo estatal. A partir do referencial tedrico, esse
tipo de conhecimento mencionado pode ser enquadrado como parte crucial da dimensao de
conhecimento do poder estrutural estadunidense. Dessa forma, para proteger as fontes desse
tipo de poder estrutural, os atores envolvidos buscam estabelecer os processos, praticas e
padrdes relevantes dentro do setor de chips como segredos industriais, invengdes € patentes.
Nesse sentido, a propriedade intelectual, o direito de pessoa, fisica ou juridica, sobre um bem
incorporeo movel (Araujo, 2010 apud Di Blasi, 2005), torna-se um aspecto relevante na
disputa tecnologica entre China ¢ EUA na medida em que atores utilizam esse meio para
impedir que terceiros ndo abrangidos pela protecao estatal de fabricar, utilizar e vender

tecnologias e mercadorias inovadoras.



A restricdo desse tipo de conhecimento especializado concede aos agentes portadores
dessas patentes mais avangadas uma vantagem relevante em relacdo aqueles que ndo tém esse
nivel de desenvolvimento tecnoldgico (Strange 2015). E importante mencionar que mais de
60% das firmas lideres em design de circuitos integrados operam P&D em territdrio
estadunidense (Congruence Market Insights, 2024). Aliado a isso, historicamente, as
empresas estadunidenses abriram mao de realizar a fabricacdo dos chips domesticamente em
favor do foco em P&D, direcionando o seu foco para design dos circuitos integrados (Miller,
2022). Logo, entende-se que os EUA possuem poder significativo nessa dimensdo da
competicao tecnoldgica.

Ademais, ¢ imperativo mencionar que sdo poucos os atores que possuem ferramentas e
subsistemas técnicos adequados para a cadeia de valor de semicondutores, considerando o
grau e a disseminacdo dos conhecimentos técnicos necessarios para a producdo dos chips
entre universidades, empresas, fabricas e agéncias governamentais. Segundo Malkin e He
(2024), empresas estadunidenses como KLA, LAM Research e Applied Materials possuem a
propriedade intelectual de tecnologias-chave. A participagdo massiva dos EUA nesse aspecto
da cadeia produtiva torna-se uma fonte de preocupagdo para a China, uma vez que quase
todos os aspectos do design e produgdo dos chips utilizam softwares e patentes dos EUA ou
de empresas que utilizam produtos estadunidenses em seus processos produtivos.

Neste sentido, a propriedade intelectual de Electronic Design Automation (EDA)' e
Instruction Set Architecture (ISA) adquirem alta relevancia (Khailany, 2020). E inviavel a
producdo em escala de chips de logica avancada (menor que 10 nandmetros) sem o EDA, pois
varios processos que tradicionalmente requerem mao de obra profundamente especializada
podem ser automatizados, como sintese de alto nivel, sintese logica, projeto fisico, testes e
verificacdo (Wang et al., 2024, apud Huang et al., 2021; Sanchez et al., 2023). As empresas
Synopsys e Cadence sdo detentoras de grande parte do mercado nesse ramo, contudo a China
possui investimentos em desenvolvimento de EDA como por exemplo a empresa Imagination
Technologies (sediada no Reino Unido). No caso do ISA, devido a existéncia de projetos open
source (codigo aberto), varias firmas podem beneficiar-se dessa inven¢ao de modo livre,
dificultando que os EUA restrinjam o acesso por paises rivais como por meio da lista de

entidades do Bureau of Industry and Security. Por sua vez, as maiores empresas da tecnologia

! Electronic Design Automation (EDA) é um conjunto de software, hardware e servigos essenciais para projetar
chips e dispositivos semicondutores. [...] EDA ¢ um mundo simulado onde os circuitos e projetos sdo concebidos
e analisados antes de serem levados ao mundo real.

2 Instruction Set Architecture (ISA) ¢ parte do modelo abstrato de um computador que define como a CPU ¢
controlada pelo software. A ISA atua como uma interface entre o hardware e o software, especificando tanto o
que o processador ¢ capaz de fazer quanto como isso ¢ feito.



ISA sdo Intel (EUA), Arm (Japdo, localizado no Reino Unido), e a Risc-V International,
localizada na Suiga.

Visto as tecnologias indispensaveis para o design dos chips, a empresa localizada nos
Paises Baixos, ASML, mantém um monopo6lio da producdo das maquinas de fotolitografia
mais avangadas como Extreme Ultraviolet (EUV); essas maquinas utilizam de lasers para
tracar os caminhos do Circuito Integrado no silicio, constituindo-se indispensaveis durante a
producao dos chips (Tung, 2023). Todavia, a ASML nao possui um modelo de produgdo
vertical, varios processos industriais foram passados para outras empresas, entre elas a Zeiss
(empresa alema focada em Optica) e Tokyo Electron (empresa japonesa presente no setor de
servicos e produtos para maquinas de litografia). E relevante destacar que esses paises
europeus sao aliados dos EUA, e eles ja restringiram o acesso da China as firmas europeias da
industria de semicondutores e planejam novas restricdes (Reuters, 2026). Ou seja, os EUA sdo
capazes, até certo ponto, de fazer com que esses atores se alinhem a sua estratégia de
conten¢ao e isolamento da industria chinesa emergente.

Revisados os materiais, como ¢ feito o design dos chips, as maquinas e equipamentos
necessarios para todo o processo, resta delinear a estratégia comercial das fabricas de chips.
Ao todo, existem trés modelos de produgdo de wafers’: Fabless, Pure Play e Integrated
Design Manufacturer (IDM). O primeiro tipo, como o proprio nome indica, ndo utiliza
producao vertical e limita-se ao design do chip. Entdo, a empresa envia esse projeto para que
outras firmas realizem a fabricagdo a partir do arquétipo definido O segundo modelo ¢ aquele
que recebe os designs de outras empresas e fabrica os chips, utilizando todos os seus recursos
para otimizar esse processo. O terceiro modelo, de producdo verticalizada, tanto faz designs
de semicondutores quanto internamente atua na produ¢ao de chips (Yeung et al., 2023).

Para fins de andlise, as principais empresas dos trés diferentes modelos de producao no
setor de semicondutores sdo: AMD, Broadcom, Huawei e Mediatek (Fabless);
GlobalFoundries, Samsung, SMIC e especialmente TSMC (Pure Play); e Infineon, Intel,
Micron, Renesas, Samsung, SK Hynix e Texas Instruments (IDM). Convém mencionar que
essa lista de empresas, assim como todas as listas neste projeto, ndo € exaustiva, haja vista a
existéncia de outras empresas emergentes, locais ou regionais com menor participagdo de
mercado nao listadas neste momento. Consideradas as ressalvas, o seguinte esquema de setas

com as principais empresas da cadeia de valor de chips inspirado no trabalho de Anton

3 Uma fatia circular fina de material semicondutor, tipicamente silicio, utilizada como fundago da fabricagdo de
circuitos integrados.



Malkin e Tian He (2024) ¢ reproduzido abaixo com o fim de ilustrar melhor a cadeia

produtiva dos microchips.

Figura 1 — Empresas lideres em pontos-chave da rede de produgao de semicondutores
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Fonte: Producdo propria, a partir de Anton Malkin e Tian He (2024).

Evidencia-se o limitado nimero de firmas especializadas que possuem insumos e
maquindrios — tecnologicamente complexos e custosos de adquirir e manter — necessarios
para a fabricacdo dos microchips. Assim, os paises que tém dentro das suas fronteiras firmas
com esse tipo de aptiddo sdo pontos-chave dentro da cadeia de valor dos circuitos integrados.
Com a excecdo da China, todos os paises mencionados na Figura 1 sdo aliados historicos dos
EUA e possuem empresas com produtos e servigos vitais para toda a industria dos chips. Isso
¢ pertinente pois mostra que, apesar da distribuicdo geografica abrangente da cadeia de
producdo dos semicondutores, os Estados Unidos ainda possuem capacidade de impor sua
vontade sobre certos atores — impedindo ou restringindo o comércio proprio e de outros

paises com a China.



Os EUA por meio da sua diplomacia e influéncia tentam fazer com que os seus aliados
se adequem a estratégia de isolamento da China da cadeia global de valor dos semicondutores,
impondo restricdes no comércio de alta tecnologia com o mercado chinés. Por causa disso,
empresas-chave do Japao e dos Paises Baixos adotaram controles de exportagdo para com a
China, apesar de ndo deixar publico os parametros exatos dessas medidas (Allen, 2023b). A
ASML (2024), por exemplo, concordou em restringir ainda mais as exportagdes de maquinas
de litografia (Extreme Ultraviolet, ou EUV, e Deep Ultraviolet, ou DUV) disponiveis para
corporagdes chinesas, dificultando imensamente a producdo de chips menores que 14
nanOmetros - essenciais para produtos da vanguarda tecnoldgica.

Um dos meios mais comuns de mensurar a capacidade produtiva de cada regido/pais ¢é
por meio da fabricacdo de wafers. Apesar desses dados nao englobarem todos os aspectos da
cadeia produtiva, eles revelam uma tendéncia relevante: a dependéncia do Oeste para com
Estados do leste asiatico, entre eles Coreia do Sul, Japdo e principalmente Taiwan. A figura
abaixo da Semiconductor Industry Association € reproduzida para melhor visualizagdo das

capacidades fabris de cada regido.

Figura 2 - Capacidade global de produgao de wafers por categoria de tecnologia por regido de 2022 ¢ uma

projegdo no ano de 2032.
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Fonte: Semiconductor Industry Association, 2024,

A capacidade fabril de Taiwan afigura-se crucial para a compreensdo da cadeia
produtiva dos circuitos integrados. A TSMC, lider tecnologica da etapa de produgdo de
wafers em Taiwan, atua exclusivamente na produgdo dos chips, isso permite que empresas
(Fabless) a contrate para fabricar os seus designs de microchips sem grande receio de que as
suas patentes sejam copiadas por adversarios. Aliado a isso, o0 dominio tecnoldgico da TSMC
possibilitado gragas a cadeia internacional especializada de subsistemas € maquinarios resulta
nessa firma participar na producdo global de, aproximadamente, 85% dos chips mais
tecnoldgicos no ano de 2022 (Yeung et al., 2023). Logo, encontra-se aqui um ponto-chave da
cadeia de valor dos chips: a China e os EUA dependem da capacidade fabril extraterritorial de
Taiwan e do leste asidtico para a aquisi¢ao dos circuitos integrados.

A dependéncia dos EUA para com o leste asidtico ¢ relevante por pelo menos dois
motivos segundo a interpretagdo de Washington: a cadeia produtiva pode sofrer disrupg¢des
caso 0 comércio maritimo seja interrompido e os EUA ainda ndo sdo capazes de produzir
domesticamente a quantidade de circuitos integrados suficiente para suprir a demanda dos
mercados. Primeiro, a industria de circuitos integrados depende do comércio de muitos paises,
entdo o bloqueio de quaisquer passagens estratégicas maritimas seriam prejudiciais.
Entretanto, dois estreitos sdo fundamentais para o comércio internacional maritimo da cadeia
de chips: o Estreito de Taiwan e o de Malaca. A China ja implementou medidas coercitivas
contra Taiwan no Estreito de Taiwan no passado e, visto o0 dominio chinés no Mar do Sul da
China, seria capaz de executar acdes similares no Estreito de Malaca (Center for Strategic and
International Studies, 2024). Cada um dos dois estreitos possui transito de aproximadamente
21 por cento do comércio global, ou 10% do comércio global e um bloqueio de qualquer um
deles — ainda que parcialmente — seria problematico para toda a cadeia global de producao
de microchips. Os EUA ndo possuem grande quantidade de comércio maritimo sendo
realizado por essa regido, mas aliados cruciais deles sim — como Taiwan, Coréia do Sul e
Japdo — ¢ o bloqueio de insumos para a produg¢do de chips impediria ou dificultaria a
manufatura dos circuitos integrados mais avangcados em Taiwan (Center for Strategic and
International Studies, 2026). Assim, a capacidade estadunidense de garantir a seguranca de
Taiwan mostra-se limitada devido a proximidade geogréfica entre Pequim e Taipei.

Em segundo lugar, como a Figura 2 deixa claro, a producdo doméstica de circuitos
integrados dos EUA e dos paises europeus ¢ diminuta. O leste asiatico ¢ a regido onde a

maioria dos chips sao de fato fabricados, e como essa regido esta mais proxima da China e do



seu poderio militar, isso pode ser visto como um enorme ponto de fragilidade da cadeia
produtiva sob a perspectiva estadunidense. Tais considera¢des trazem a tona a centralidade do
aspecto do poder estrutural da seguranca e a relevancia da protecdo contra a violéncia e
ameaga do uso da for¢a. Para ambos os paises, mesmo que agdes militares sejam comumente
opcdes eclipsadas por alternativas mais moderadas, a capacidade de bloquear ou restringir o

comércio maritimo internacional ¢ algo que nao pode ser deixado de lado.

3.2 Politicas Estatais

Devido as capacidades divergentes entre a China e os EUA diante desse entrave, cabe
identificar como as suas estratégias sdo traduzidas em agdes para alterar o seu poder
estrutural. O esqueleto da estratégia de ambos os Estados consiste em assegurar a aquisi¢ao
nacional de chips por meio da capacitacao tecnologica, aumento da producao nacional de Cls,
e diminui¢do de vulnerabilidades estratégicas garantindo que os insumos, tecnologias € mao
de obra qualificada necessarios para esses objetivos sejam protegidos e garantidos. Ambos
esses atores buscam autossuficiéncia no setor de circuitos integrados e outras areas de alta
tecnologia. Contudo, visto o nivel de integracdo da cadeia global de producao desse setor,
mostra-se necessario que os Estados atuem de modo ativo para modular o ambiente no qual os
atores-chave estdo inseridos para minimizar os riscos geograficos, economicos e politicos.
Tais agdes assumem diferentes formas, as quais serdo exploradas ao longo do trabalho. Em
termos gerais, observa-se uma tendéncia de desacoplamento da cadeia produtiva de
semicondutores. O objetivo € permitir que cada poténcia, em conjunto com seus aliados,
desenvolva capacidade para executar internamente todas as etapas da produgdo de circuitos
integrados. Ou seja, ambos os Estados buscam criar ecossistemas redundantes e
independentes de produ¢do de microchips através de politicas, leis e restricoes econdmicas,
tecnologicas e financeiras (Miller, 2022). Sob a 6tica de Susan Strange (2015), os Estados
utilizam o poder estrutural para reduzir suas vulnerabilidades e ampliar as do adversario.
Nesse contexto, China e Estados Unidos procuram alterar os incentivos enfrentados por
empresas ¢ governos envolvidos na cadeia global de semicondutores. Como resultado, esses
atores sao pressionados a se aproximar do ecossistema produtivo liderado por uma das duas
poténcias.

Para atingir esses objetivos, o governo Biden adotou diversas politicas industriais.
Entre elas destacam-se o CHIPS and Science Act (2022), o Inflation Reduction Act (IRA) e o
Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA). Em conjunto, essas iniciativas utilizam

subsidios, incentivos e restrigdes comerciais para estimular empresas estratégicas, como a



TSMC, a expandirem sua producdo em territorio estadunidense (Gupta, 2024). Entretanto, o
CHIPS and Science Act é o Unico projeto deles que diretamente busca influenciar todos os
estagios da cadeia de produgao dos microchips. Diante do cenario econdmico, social e politico
dos EUA, esses projetos possuem trés objetivos principais. O primeiro € recuperar empregos
qualificados. O segundo ¢ estimular investimentos de longo prazo do setor privado em
coordenacdo com o governo. O terceiro é preservar a lideranga tecnologica estadunidense em
setores estratégicos, como semicondutores e baterias.

O CHIPS and Science Act de 2022 est4 diretamente ligado ao setor de semicondutores
por duas formas de financiamento: a se¢do A ou a parte relacionada ao ecossistema imediato
de semicondutores e outra parcela muito maior, secdo B, focada no incentivo de
desenvolvimento tecnoldgico e de pesquisas. A primeira se¢do disponibilizou um crédito
fiscal de 25% para instalagdes industriais sediadas nos EUA e US$52,7 bilhdes de ddlares ao
longo de cinco anos com os objetivos de: incentivar a construgdo, expansao ¢ modernizagao
de fabricas de ultima geragdo em solo estadunidense por meio de subsidios diretos; financiar
programas de P&D avancados; e assegurar iniciativas de seguranca da cadeia de insumos e
fomento a forca de trabalho em parceria com aliados (Estados Unidos, 2022a; Estados
Unidos, 2023). A se¢do B disponibilizou aproximadamente US$200 bilhdes de ddlares para
ao longo de 5 anos com o foco em criagdo de polos tecnoloégicos regionais e, principalmente,
em investimentos para o National Science Foundation e o Department of Energy com o fim de
financiar pesquisas sobre IA, ciéncia de materiais, robotica, transicao energética entre outras
areas (Estados Unidos, [2022b]; Estados Unidos, 2022c). Também, ¢ vital mencionar que
todas as firmas que se beneficiaram de qualquer parte dos incentivos e subsidios do CHIPS
and Science Act sdo proibidas de realizar quaisquer investimentos que expandam a producao
de chips mais tecnologicos em paises considerados de risco a seguranca nacional, incluindo a
China. Além disso, essas empresas também aceitam pesadas restricoes de transacdes
comerciais e tecnoldgicas para com o mercado chinés; até mesmo investimentos conjuntos de
capital chinés e estadunidense tornam-se ilegais. Em caso de violagdo dos termos acordados,
além de multas e penalidades legais, o Departamento de Comércio possui o direito de exigir a
devolugdo integral de todos os beneficios concedidos (Estados Unidos, 2022b).

Outrossim, o National Defense Strategy (2022a) aponta que a China ¢ o competidor
estratégico mais consequente das proximas décadas e as acdes internas e internacionais dos
EUA sobre o mercado de semicondutores estdo alinhadas as diretrizes gerais apontadas nesse
documento oficial. Os EUA alegam que tais politicas protegem o seu interesse em seguranca,

pois chips de alta tecnologia possibilitariam um uso dual, tanto para desenvolvimento de



produtos e servicos civis quanto militares. Assim, o argumento de que a proeminéncia
econdmica americana € motivo de seguranga nacional permite que medidas excepcionais
sejam tomadas contra a competicdo econdmica chinesa, como: controle ao investimento
estrangeiro chinés e de aquisi¢do de produtos, servigos e tecnologia chinesa; e de controle das
exportagdes para China.

O governo Biden-Harris procurou delegar fung¢des para muitos comités, departamentos
e oOrgaos do Estado americano - institucionalizando a estratégia nacional contra ameagas
estrangeiras - e o apoio bipartiddrio no Congresso revela que mesmo que existissem
discordancias politicas internas, permanece o consenso de que a China constitui uma ameaca
e deve ser combatida. Por exemplo, a ordem executiva 14083, Ensuring Robust Consideration

of Evolving National Security Risks by the Committee on Foreign Investment in the United

States, explicita que:

One factor for the Committee on Foreign Investment in the United States
(Committee) to consider, as the Congress highlighted in section 1702(c)(1) of
FIRRMA, is that national security risks may arise from foreign investments
involving “a country of special concern that has a demonstrated or declared strategic
goal of acquiring a type of critical technology or critical infrastructure that would
affect United States leadership in areas related to national security.” (Executive

Order 14083 of September 15, 2022).

Nessa logica, as consideragdes adicionais que o Committee on Foreign Investment in
the United States (CFIUS) deve seguir ao analisar os investimentos estrangeiros visa a China
e a industria interna de semicondutores, mesmo que nao seja dito abertamente - afinal eles
constituem uma ameaga de longo prazo e um setor estratégico, respectivamente. O CFIUS em
conjunto com o Defense Production Act de 1950 (DPA) permite que o executivo, mesmo em
periodos onde ndo ha guerra declarada, exerga controle sobre o mercado financeiro de forma
excepcional pois constituiria um periodo de emergéncia. Barrar aquisicdes e fusdes de
empresas estadunidenses do setor de semicondutores foi um uso particularmente importante
para impedir o acesso estrangeiro as tecnologias cruciais aos EUA.

O Department of Commerce (DoC) dos Estados Unidos atua como um guarda-chuva
para orgdos menores que possuem diretrizes especificas voltadas para realizar as estratégias
econdmicas nacionais, entre elas, assegurar que os objetivos do CHIPS and Science Act sejam
atingidos. A agéncia Bureau of Industry and Security, ligada ao DoC, desenvolve maneiras de

garantir a seguranca econdmica por meio de controle de exportagdes de produtos relevantes



para a China, assim como através da expansdo da lista de entidades (Entity List) — uma
compilacdo governamental de individuos, companhias e organizagdes tidas como
preocupantes a seguranca nacional (Estados Unidos, [2022a]).

Portanto, os atores dessa lista sdo sancionados e isso requer que entidades nacionais
tenham permissdes e licenciamentos especiais para adquirir e comercializar certos produtos e
tecnologias com esses atores, incluindo produtos associados aos circuitos integrados. Isso ¢
possivel gracas as mudangas ao arcabougo legal dos EUA a partir da Export Control Reform
Act de 2018, a qual permite que o presidente estadunidense determine controle de
exportagdes, reexportacdes e transferéncia de commodities, software e tecnologia para
promover a politica externa dos Estados Unidos, e para outros propdsitos. Convém mencionar
que ao contrario da Executive Order 13222, a lei anterior que presidia sobre essas
competéncias, a lei de 2018 nao possui uma clausula de caducidade e permanecera em efeito
até que ela seja revogada ou emendada.

Viarios estudiosos e politicos sugerem que os EUA, por muito tempo, ignoraram a
centralidade de suas industrias ¢ a ado¢do de um pacote de US$1,2 trilhdo de dolares —
levando em consideragdo todos os trés projetos citados anteriormente — por parte do governo
Biden constitui um ponto histérico na politica industrial estadunidense. Jake Sullivan,

ex-conselheiro de seguranca nacional dos EUA, aponta que:

“that decades of free-market zealotry has weakened the country’s national security
[and that] ... a simplistic faith in the magic of markets had hollowed out US industry
... and riddled global supply chains with critical security vulnerabilities” (Jake
Sullivan, 2023).

Esse ponto de vista tem se tornado predominante entre os formuladores de politicas
publicas como indicam esses esforcos bipartidarios de imensos investimentos para a prote¢ao
e expansao de pontos-chave de cadeias produtivas de tecnologias avancadas para a seguranga
nacional dos EUA, incluindo o setor de semicondutores.

O poder estrutural dos EUA sofre influéncia dessas tendéncias de desenvolvimento na
medida em que o Estado e organizagdes burocraticas demonstram-se dispostos a intervir
direta e indiretamente por meio do poder relacional e estrutural em assuntos privados sob o
pretexto de seguranga nacional (Estados Unidos, 2022a). Essencialmente, o governo
resguarda para si a prerrogativa de interferéncia no mercado nacional — e até mesmo em
regides extraterritoriais — desde que isso seja considerado uma ameaga de alguma forma para
a seguranc¢a nacional. Proeminente em sua abrangéncia legal, esse leque de agdes engloba

todos os quatro niveis do poder estrutural em sua estratégia estatal na disputa tecnologica



entre China e EUA, favorecendo o desacoplamento das economias chinesa e estadunidense.
Isso se da por causa do incentivo e coer¢ao por parte dos EUA para com outros atores, o que
os coloca em uma posi¢do em que ha a necessidade de escolha de um dos polos para
alinhar-se. Sob essa estratégia, a ambivaléncia de atores estratégicos na cadeia de producio
dos chips podem ser interpretadas como ameagas, € nem mesmo restricoes econdmicas ou
campanhas militares estdo fora de questdo para que eles se alinhem aos interesses
estadunidenses (Miller, 2022).

Ao todo, a estratégia dos EUA abrange a dimensao de seguranca na medida em que os
EUA apoiam a defesa taiwanesa contra ameagas de Pequim e persuadem ou coagem os seus
parceiros em posicdes-chave da cadeia global de producdao de Cls para restringir relagdes
comerciais com Pequim. Na questdo produtiva, subsidios, isengdes fiscais e a disponibilizagao
de direitos aos atores do mercado privado em parceria com Orgdos governamentais € a
necessidade de permissdes especiais para comércio com certas firmas constituem o
fundamento da estratégia de Washington. Dessa forma, os EUA procuram incentivar que
empresas nacionais € internacionais invistam no estabelecimento de fabricas produtivas em
territorio estadunidense. Financeiramente, os EUA atuam com um leque de restri¢des sobre o
seu proprio mercado previamente mais liberalizado, cerceando fusdes e aquisicdes que
tenham parcela significativa de capital chinés e a condicionalidade dos subsidios acordados
com as empresas beneficiadas pelo Science and CHIPS Act. Também impulsionam o acesso
ao crédito por parte de firmas privadas. Por ultimo, a dimensao voltada ao conhecimento,
Washington intensificou as restri¢gdes de transferéncias tecnoldgicas e até mesmo a venda de
certas mercadorias com a possibilidade de uso dual. Visto que a participacdo e poder
americano abrangem muitas partes da cadeia global de semicondutores e os Estados Unidos
aplicaram uma estratégia internacional com os seus aliados para efetivamente isolar a China
de quase todos os servigos e produtos relevantes para o desenvolvimento e produgdo em larga
escala de chips de alta tecnologia, a China encontra-se em uma posi¢do de desvantagem nesse
setor (Malkin et al., 2024).

No caso asiatico, a China busca promover o desenvolvimento tecnologico e produgao
de muitos componentes e maquinas essenciais para a produgdo de circuitos integrados dentro
de seu territério, almejando independéncia tecnoldgica e produtiva. Montantes enormes foram
alocados para a industria nacional de chips — entre 2016 e 2020, investimentos atingiram
RMB 3 trilhdes; e, entre 2021 e 2022 chegaram a RMB 2,1 trilhdes (Ding, 2025). Esses
valores englobam medidas nacionais e locais. Entre as principais politicas de nivel nacional

encontram-se o0 Thirteenth Five-Year Plan for Economic and Social Development of the



People's Republic of China, o Fourteenth Five-Year Plan for Economic and Social
Development of the People's Republic of China, o Made in China 2025 e as Guidelines to
Promote a National Integrated Circuit Industry, também conhecidas como The National CIs
Plan.

Reconhecendo os semicondutores como a infraestrutura base para avangar em outros
setores tecnoldgicos criticos, o 13° Five Year Plan declara na se¢do 4 do capitulo 23 que
busca desenvolver a sua induastria de circuitos integrados, assim como outras
tecnologias-chave (China, 2021b). Expandindo sobre essa questdo, o 14° Five Year Plan
declara que a China busca transformar-se em uma poténcia nas areas de S&T (Science and
Technology) por meio da otimiza¢do e combinagdo de sistemas de inovacdo guiados pelas
necessidades estratégicas do Estado — em parceria com os laboratorios e faculdades
nacionais. Na parte dois da segunda secdo do artigo 4 dessa politica, a China evidencia a
relevancia dos circuitos integrados e declara o aperfeigoamento da pesquisa sobre esse setor
um dos principais objetivos nacionais. Tais campos criticos de pesquisa incluem ciéncia de
materiais, Transistor Bipolar de Porta Isolada, sistemas micro-eletromecanicos e outras
técnicas de processamento especial. Na parte 3, capitulos 7, 8 € 9, o documento comunica que
outros focos da China encompassam a eliminacao de gargalos na cadeia de produgao de chips,
como softwares de EDA; avancgar no desenvolvimento de polos tecnolégicos e industriais para
criar um ecossistema que diminui investimentos locais redundantes e promove a inovagao; e,
aumento do financiamento relacionado ao setor e suas areas de pesquisa. Esses objetivos
seriam alcangados através de um modelo de inovac¢do guiado pelo Estado, onde imensa
quantia de recursos seriam mobilizados — beneficiando-se da economia de escala em varios
setores de alta tecnologia — aliado a colaboragdo entre centros de pesquisa publicos, firmas
privadas e laboratorios e institui¢des financiados a nivel estatal (China, 2021a).

Uma das politicas industriais que guiaram as agoes de Pequim ¢ o Made in China 2025
(MIC2025). O documento abrange 10 tecnologias-chave nas quais sdo detalhadas metas
econdmicas e produtivas que o Estado busca atingir ou exceder. Guiado por essas metas, a
China alcancaria patamares elevados de autossuficiéncia em multiplos setores, incluindo o
dos CI, e avangaria nos parametros de fabricacdo de wafers e equipamentos relacionados
(China, 2020). Conjuntamente, o National Integrated Circuit Plan promove esse estilo de
crescimento agressivo nessa industria de CI, com o grande objetivo de atender 80% da
demanda doméstica por microchips até 2030 (Sutter, 2021). Ainda, o Documento 79 emitido
pela State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council

(SASAC), requer que empresas estatais substituam softwares estrangeiros por alternativas



nacionais até 2027 (China, 2022). Em sintese, essas politicas almejam que a China supere o
seu papel como um fabricante de baixo custo e se torne uma poténcia no setor de alta
tecnologia, minimizando a sua dependéncia de tecnologias estrangeiras.

Apesar do forte papel estatal dessas politicas, a governanga chinesa opera, também,
por meio de uma descentralizagdo executiva, onde as politicas a nivel municipal adequam as
diretrizes de Pequim a realidade local, oferecendo subsidios, direitos, isengdes fiscais e
terrenos para atores locais (Estados Unidos, 2021). Junto do apoio municipal, as firmas
chinesas beneficiaram-se também da captacdo de recursos do mercado financeiro no Science
and Technology Innovation Board (STAR Market) — fundado em 2019 — localizado na
Bolsa de Valores de Xangai. A abertura de capital de uma empresa permite que ela
diversifique os portadores de risco, e permite a manutengao do modelo de negdcios enquanto
a firma ainda opera em déficits (Garcia-Herrero, 2022; Strange, 2015). Como aponta
Mazzucato (2014), setores ligados a inovagao tecnoldgica sdo particularmente arriscados para
o capital privado tradicional, o que faz com que a atuacdo isolada de firmas privadas nesses
setores seja repleta de incertezas e hesitacao. Nesse cenario, a abertura de capital em conjunto
com apoio estatal em infraestrutura e programas de subsidios facilita a constituicdo de um
ecossistema propicio para desenvolvimento de novas tecnologias visto que grande parte do
risco inicial foi reduzido e suportado pelo Estado.

As agdes supracitadas seguem a tendéncia menos restritiva do mercado financeiro
chinés, como informado no 13° e 14° Five Year Plan. Essa liberaliza¢dao recente ¢ uma
mudanca significativa que altera também a matriz de ganhos e perdas dos atores nacionais
chineses, favorecendo o surgimento de novas firmas aptas a competir domesticamente e
participar de setores tecnologicamente inovadores, como o dos CI. Em contraste, o MIC25 e o
National Integrated Circuit Plan atuam a partir da logica de empresas‘‘campeas nacionais” que
sdo subsidiadas por parte do Estado para competir, a nivel internacional, com empresas lideres
em alta tecnologia. Uma das estratégias pelas quais esses investimentos estatais chegam as
empresas ¢ através do National Integrated Investment Fund, programa no qual rodadas de
investimentos sdo guiadas com apoio governamental para auxiliar o desenvolvimento de
tecnologias criticas para a China (Garcia-Herrero, 2022; Kim, 2019). Por meio dessa atuagao
dupla, onde a competicdo interna e externa ¢ promovida, a China diminui o risco e alarga os
beneficios para os atores privados por meio de seu poder estrutural sobre as dimensdes
produtiva, financeira e do conhecimento.

Um dos componentes principais da politica externa chinesa ¢ o Belt and Road

Initiative (BRI) — popularmente conhecida em portugués como Nova Rota da Seda. Esse



projeto anunciado em 2013 propde construir infraestrutura territorial € maritima entre a China
e parceiros comerciais localizados, principalmente, na Eurasia e Africa. Estima-se que o
montante dos investimentos, quando completados, seja de US$ 1 trilhdo e atinja mais de 60
paises (Perlez; Huang, 2017 apud Shen, 2018). O investimento em paises aliados favorece o
comércio internacional entre eles e a China, a0 mesmo tempo em que permite a instalacdo
extraterritorial de infraestrutura digital — internet, fibra Optica, cabos submarinos, centro de
processamento de dados etc. — com tecnologia de empresas chinesas (Shen, 2018). A
expansdo da colaboracdo entre China e paises receptivos por meio do BRI atingiu véarios
membros da Associagdo de Nagdes do Sudeste Asiatico (ASEAN), regido de importante
escoamento da producdo nacional de circuitos integrados chineses. Apesar da China nio
possuir a capacidade de satisfazer a demanda interna por chips de alta tecnologia, gracas aos
seus multiplos projetos de incentivo a industria nacional, entre 2015 e 2024, o valor da
exportacdo de seus microchips mais que duplicou, passando de US$69,3 bilhdes para
USS$159,5 bilhdes e consolidando a China como a maior produtora e exportadora de circuitos
integrados do mundo (Ding, 2025; Silverado Policy Accelerator, 2025).

Outrossim, o Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), assinado em
2020, entrou em vigor em 2022 e engloba Estados da ASEAN e a China, sendo este ultimo o
maior pais-membro em termos de Produto Interno Bruto (PIB). O RCEP promove o comércio
internacional entre os seus membros por meio da gradual reducdo ou eliminacdo de suas
tarifas de importagao ao longo de até 20 anos (Association of Southeast Asian Nations, 2024;
Ding, 2025). Particularmente, a China pode ser muito beneficiada no setor de circuitos
integrados visto a sua dominancia produtiva e tecnologica nessa area em comparagdo com
demais paises-membros do acordo. Dessa forma, a atuagdo internacional chinesa funciona
como instrumento de apoio para os seus objetivos nacionais de desenvolvimento da
capacidade produtiva e tecnologica de setores criticos. Mesmo que a cadeia produtiva de
circuitos integrados possua varios gargalos dominados pelos EUA e seus aliados — como as
maquinas de fotolitografia da ASML —, o governo de Pequim busca a consolidacido de
aliados por meio de investimentos diretos, acordos de livre comércio e comercializacao de
mercadorias de alta tecnologia para seus parceiros proximos.

A estratégia chinesa para a disputa tecnologica entre EUA e Pequim pode
assemelhar-se inicialmente a substituicdo progressiva de importacdes. Entretanto, a complexa
atuacao chinesa nao se adequa ao entendimento tradicional desse modelo de desenvolvimento.
No cendrio internacional, Pequim busca a abertura de outros mercados em troca da

diminui¢do das suas proprias barreiras tarifarias, almeja consolidar aliangas com paises



proximos por meio do BRI e tem o objetivo de garantir maior seguran¢a geoeconomica na
cadeia global de produ¢ao dos semicondutores. No campo doméstico, projetos de subsidios de
firmas privadas, isencdo de empresas de S&T, e abertura financeira para a captagdo de
recursos sao parte de uma estratégia guiada pelo Estado com o apoio das provincias locais.
Também, a existéncia de uma competicdo doméstica entre as firmas privadas especializadas
em tecnologia de ponta inibe a conivéncia das empresas e promove a inova¢do no nivel
nacional. Essa gradual substituicdo de importacdes de fato ocorre frente as acdes estratégicas
estadunidenses na cadeia global de producdo dos Cls, mas o ecossistema de elevada
competitividade construido por Pequim permite que as firmas possam rivalizar a eficiéncia de
empresas estrangeiras lideres do setor e possibilitando o escoamento de parte da producao
doméstica — expandindo a sua participagdo nos mercados internacionais. O resultado ¢ a
elevada eficiéncia das empresas ligadas ao ramo de S&T nos campos nacional e internacional,
e imensa capacidade de inovagao.

Desse jeito, a China faz uso e realga todas as dimensdes do seu poder estrutural. No
ambito da seguranga, faz uso de suas capacidades militares para intimidar Taiwan e
potencializar as suas reivindicacdes no Mar do Sul da China, impondo pressdao sobre o
dominio estadunidense na cadeia de CIs ao mesmo tempo em que busca garantir a
estabilidade dessa cadeia global. Do ponto de vista produtivo, Pequim atuou reorganizando a
geometria interna de seus mercados, incentivando firmas privadas especializadas em S&T,
restringindo o acesso aos seus mercados por parte dos EUA e seus aliados e progressivamente
intensificando o desacoplamento dos maiores gargalos dessa cadeia de Cls. Conjuntamente
aos projetos da dimensdo produtiva, a China atuou no ambito financeiro modernizando as
estruturas de pagamento, facilitando que empresas pequenas de S&T possam abrir seu capital
em mercados financeiros nacionais, e simplificando e impulsionando o acesso ao crédito por
parte de atores-chave nacionais. Por Ultimo, na dimensdo do conhecimento, Pequim cerceou
transferéncia de tecnologias nos setores em que possui domindncia para adversarios
geopoliticos e estimulou o compartilhamento interno de expertise e de tecnologias entre os
seus atores domésticos. Ainda, a China incentiva a transicdo de estruturas de softwares
estrangeiros para alternativas produzidas domesticamente.

Em sintese, a estratégia chinesa consiste na diminui¢do das suas fragilidades na cadeia
global de produ¢do dos Cls, na expansao da sua capacidade nacional produtiva de chips e na
verticalizagdo das principais etapas da cadeia produtiva dentro de seu territdrio para que atinja

maior grau de autossuficiéncia tecnoldgica e operacional. Como forma de sistematizar as



acoes tomadas pelos EUA e China observados nesta pesquisa seguindo o esquema tedrico de

Susan Strange, foi esquematizado a tabela a seguir no que tange o setor de microchips:

Tabela 1 - Principais agdes e caracteristicas dos EUA e China na cadeia de chips.

Estados Unidos China

Seguranga - Apoio a Taiwan; - Ameacas a Taiwan,
- Persuasdo/coagdo de paises - Gargalos na cadeia produtiva que
parceiros a restringir relagdes a China ainda ndo tem capacidade
comerciais com Pequim; tecnologica para produzir
- Paises aliados sdo gargalos domesticamente;

cruciais da cadeia produtiva;

Produgdo - Condicionalidade dos subsidios, | - Proeminéncia em capacidade
isengoes fiscais e outros direitos fabril produtiva;
para as firmas beneficiadas — - Paises parceiros abrem seus
CHIPS and Science Act; mercados — RCEP e BRI;
- Permissdes especiais requeridas | - Subsidios, isengdes e outros
para comércio com atores direitos para firmas de S&T —
adversarios; MIC25 e National Integrated

Circuit Plan;

Finangas - Cerceamento de investimentos - Abertura interna de capital de
estrangeiros — CFIUS; firmas de S&T — STAR;
- Cerceamento de investimentos - Projetos locais de investimento;
na China por parte das firmas - Maior acesso ao crédito;

beneficiadas — CHIPS and
Science Act
- Maior acesso ao crédito;

Conhecimento - Proeminéncia em design de CIs; | - Restrigdes ao comércio de
- Restrigdes ao comércio de tecnologias de extragdo e
tecnologias com possivel uso processamento de terras raras;
militar — Entity List; - Ecossistema de inovagao;
- Restrigoes a transferéncia de - Paises parceiros utilizam
tecnologias — DoC; tecnologias chinesas — BRI,
- Incentivos a pesquisa — CHIPS | - Transic¢ao de infraestrutura de
and Science Act; softwares para alternativas

nacionais — SASAC;

Fonte: Produgao propria.

Evidente o desejo de autossuficiéncia de ambos os paises dado as multiplas decisdes
favorecendo o desenvolvimento doméstico de tecnologias e capacidades produtivas, a cadeia
global de produgdo de Cls estd se transformando. Paises e firmas estdo sendo compelidos a
escolher um dos lados pelas superpoténcias em questdo, os gargalos e pontos-chave do que
antes era uma cadeia global de chips muito mais diversa estdo sendo utilizados como armas
contra 0s seus principais inimigos geopoliticos. Nota-se que, ainda que incipiente, esse

processo de desacoplamento esta incentivando atividades econdmicas redundantes na cadeia



global de produgdo dos microchips. Operagdes que tradicionalmente seriam vistas como
prejudiciais devido ao seu carater deficitario estdo sendo realizadas gragas a renovada
importancia das origens das mercadorias e equipamentos de alta tecnologia. Sendo os
circuitos integrados a base da estrutura digital contemporanea, o fornecimento em grande
escala de chips ¢ enorme e as projecdes de escassez sdo profundamente temerarias.

Diante desse cendrio, a China e os EUA, paises com o poder estrutural disponivel, tém
procurado diminuir a sua dependéncia para com atores externos de forma geral, e em especial
em relagdo aos atores considerados ameagas estratégicas ou adversarios — ainda que paises
parceiros sejam centrais para as superpoténcias e suas cadeias de produgdo de Cls. Todavia,
aqui hd uma divergéncia significativa, Pequim nao depende tecnologicamente de nenhum dos
seus paises parceiros da ASEAN. Em paralelo, Washington ainda ¢ elevadamente dependente
do leste asiatico, em especial Taiwan e Coréia do Sul, e da Alemanha e Paises Baixos para
capacidade fabril e ferramentas e subsistemas, respectivamente. Apesar dos projetos com
grandes montantes de investimento, os EUA ndo se propdem a desenvolver e produzir todas
as tecnologias disponibilizadas pelos seus aliados. O planejamento estadunidense envolve
depender menos dos paises do leste asiatico, enquanto a China almeja verticalizar as trés
etapas principais da cadeia de producdo de CIs em seu territorio.

O motivo do desacoplamento pode ser inicialmente identificado como ameaga a
seguranca nacional de ambos os paises, como foi declarado no National Defense Strategy de
2022. Susan Strange, em seu livro States and Markets, (2015), reconhece como verdadeira a
pressuposicdo realista de que os Estados operam em uma situa¢do de anarquia internacional,
isto ¢, sem uma autoridade superior capaz de controla-los, protegé-los ou puni-los. A partir
dessa visdo, € possivel interpretar o desacoplamento como uma reagdo estadunidense de um
pais que viu ameacado o seu poder estrutural frente ao vertiginoso crescimento econdomico e
militar de Pequim. A ascendente participagdo chinesa em varias cadeias globais de produgao
junto do competitivo nivel tecnoldgico da China fez com que Washington procurasse
caminhos para se desvencilhar da influéncia estrangeira nas cadeias globais de producao e
manté-la atrasada economica e tecnologicamente. Nao obstante, apds décadas de politicas
neoliberais e uma liberalizagdo econdmica profunda que fez com que as firmas de alta
tecnologia ultrapassassem as barreiras nacionais, controlar e restringir esses atores para que
eles ajam de acordo com os interesses estadunidenses voltados a seguranga nacional mostra-se

um obstaculo relevante.



3.3 Barganhas centrais

Detalhadas a disposicao geografica da cadeia global de ClIs e as politicas estatais mais
relevantes para a disputa tecnoldgica entre as superpoténcias, cabe analisar as reacdes dos
principais atores a partir da mudanga na matriz de custos ¢ beneficios promovida através do
poder estrutural da China e dos EUA. De acordo com o aparato teorico escolhido, o mercado
e o Estado sdo dois atores que negociam, barganham e delimitam o controle das estruturas de
poder da sociedade (Strange, 2015). Essas barganhas sdo feitas pelos grupos politicos
relevantes — aqueles que ja possuem algum poder estrutural. O conjunto das barganhas de
uma sociedade permite a formagdo de um equilibrio entre a autoridade (Estado) e o mercado
que ¢ unico de cada pais. Aliado a isso, o espago ocupado por parte dos paises no cenario
internacional também afeta essas barganhas, realcando certas preocupagdes em favor de
outras. Diante disso, ¢ importante analisar as principais barganhas no que tange a disputa
tecnolodgica entre China e EUA na cadeia produtiva de Cls.

A TSMC é uma firma taiwanesa, mas os seus interesses € os de Taiwan ndo sdo
exatamente congruentes. Ameacas vindas da China atingem esses dois atores de maneiras
diferentes por um simples motivo: a prisao geografica de Taiwan. Enquanto a TSMC pode
expandir as suas atividades além dos limites territoriais da ilha, o ator estatal ndo possui essa
possibilidade de deslocamento. Por isso, com os incentivos financeiros estadunidenses, a
TSMC beneficia-se da internacionalizagdo operacional tanto na questao econdémica quanto de
seguranga uma vez que parte de seu empreendimento estara fora do alcance militar imediato
de Pequim. A China continental possui capacidades militares muito superiores as de Taipel,
efeito disso € que o governo da regido enxerga a necessidade de procurar garantias de
seguranca € apoio bélico de outros paises que possuam poder estrutural para auxiliar na
protecao da ilha — por isso os EUA s3o um aliado indispenséavel levando em consideracao o
seu vasto arsenal militar e tecnologico (Global Firepower, 2026).

Em virtude da TSMC representar uma parcela imensa da capacidade produtiva da ilha,
formou-se uma alianca estratégica entre Taipei e Washington. Os EUA podem freiar a
expansao politica de Pequim bloqueando, ou adiando, a reunificagdo das duas Chinas ao
mesmo tempo em que protegem o gargalo da cadeia global de chips da maior capacidade
fabril de wafers de alta tecnologia do mundo. Em troca, os EUA oferecem garantias de
seguranca para a ilha. Nesse interim, a TSMC j4 indicou que vai expandir consideravelmente
as suas atividades no territorio estadunidense (TSMC, 2025). Essa internacionaliza¢ao das

suas operagdes fabris diminui o peso estratégico relativo de Taipei, dado o aumento de



alternativas a capacidade produtiva de chips localizadas em Taiwan. Dessa forma, a barganha
feita para a TSMC por Washington enfraquece a dimensao de segurancga de Taipei.

A Samsung e a SK Hynix da Coréia do Sul passam por situagdo semelhante.
Washington por meio de persuasdo ou coacdo e de seus projetos de subsidios conseguiram
com que essas firmas privadas construissem mais fabricas de semicondutores no estado do
Texas. A expansdo internacional das atividades fabris dessas empresas gera efeitos negativos
para Seul. Entre eles, destacam-se o esvaziamento de mao de obra especializada e eventual
reducdo da capacidade industrial do pais (Global Times, 2026). Paralelamente, Washington
pretende reduzir a sua dependéncia para com o leste asiatico interiorizando etapas cruciais da
cadeia produtiva, o que enfraquece a necessidade de aliangas entre esses paises e os EUA. Do
ponto de vista estadunidense, essas agdes sao meramente defensivas, como parte de uma
estratégia de assegurar o seu acesso a tecnologias-chave da contemporaneidade e fortalecer o
seu poder estrutural sobre a cadeia de producdo de Cls. Mas a mudanca ativa da matriz de
custos e beneficios por parte de Washington pode ser interpretada por aliados histdricos como
acOes que poem em risco a seguranca nacional desses Estados. Permanece em aberto se esses
Estados irdo se ver pressionados o suficiente para alterar a barganha nacional entre o governo
e o mercado de alta tecnologia, bloqueando ou restringindo a transferéncia de capacidade
produtiva e tecnoldgica para o exterior.

Washington mantém um equilibrio entre a autoridade (Estado) e o mercado que foi
transformando-se ao longo das ultimas décadas, passando de politicas neoliberais para aquelas
que envolvem maior interferéncia do Estado, como foi indicado previamente na fala de Jake
Sullivan. Ou seja, o Estado passou a limitar certas liberdades econdmicas antes garantidas em
favor da seguranga nacional. Ademais, no ambiente doméstico, os Estados Unidos nao
compartilham exatamente dos mesmos interesses de suas firmas privadas do ramo de Cls.
Empresas como a Nvidia beneficiaram-se, economicamente, de maior liberdade para com o
mercado da China, afinal é o pais com maior populacdo do mundo e possui uma demanda
crescente por Cls (Yeung, 2023). Mas Washington se recusa a deixar que essas firmas
transfiram grande capacidade de inovagdo e fabril para o territorio chinés. O progndstico
sobre a cadeia global de producgdo a partir desses eventos seria catastrofico para os Estados
Unidos. Portanto, Washington — através das suas politicas previamente discutidas —
restringe a liberdade das suas firmas para com certos atores internacionais, especialmente
quando se trata de um adversario como a China.

Em paralelo, Pequim recentemente tem alterado o equilibrio entre autoridade e

mercado, ligeiramente abrindo mais espago para maior liberdade econémica das suas firmas,



como através do RCEP. Mas isso ndo significa que o Estado tenha deixado de ser central para
a estratégia chinesa de disputa tecnologica com os EUA, e nem que as firmas nacionais nao
sejam alvo de influéncia por parte do Estado. Inclusive, no cendrio doméstico, firmas como
SMIC e Huawei sdo obrigadas a adotar certas tecnologias desenvolvidas nacionalmente como
por meio do SASAC. Para as empresas chinesas, seria mais facil apenas comprar produtos
estrangeiros do que desenvolver alternativas competitivas de tecnologias muito complexas,
mas Pequim — provendo crédito, subsidios, direitos especiais e financiando pesquisas de alto
nivel técnico — transforma o ecossistema de producdo de alta tecnologia doméstico para
favorecer a inovagdo cientifica. A primordial motiva¢do disso ¢ a busca por assegurar a
capacidade produtiva e tecnoldgica da cadeia produtiva de Cls. Enquanto isso, os interesses
financeiros das empresas da cadeia produtiva de Cls sdo atendidos em troca de enfoque no

desenvolvimento e inovacgao tecnologica.

4 CONCLUSAO

Revelou-se que a disposicdo da cadeia de valor global dos circuitos integrados,
marcada pela sua disposi¢ao internacional, implica em uma contradi¢do. Ao mesmo tempo em
que firmas e agentes do mercado privado buscam a internacionalizagdo produtiva e
especializacdo constante dos atores dessa teia para reducdo de custos financeiros, as grandes
poténcias almejam desenvolvimento e produgdo verticalizados internamente, com o objetivo
de reduzir as suas vulnerabilidades estratégicas e reforcar a sua seguranca. Devido as suas
acoes, tanto Pequim quanto Washington contribuiram para um gradual e incipiente processo
de desacoplamento da cadeia global de producao de Cls. E demais atores, estatais e privados,
aos poucos sao incentivados ou coagidos a escolher entre Pequim e Washington.

No caso estadunidense, constatou-se que a promulgag¢do de instrumentos como
CHIPS and Science Act e outras politicas publicas pautadas pelo desenvolvimento nacional
marca uma virada na estratégia industrial e tecnoldgica estadunidense, com maior intervengao
estatal sobre a atuagdo e limitagdes dos atores privados internos. Similarmente, a nivel
internacional, os EUA convenceram paises aliados a seguirem medidas restritivas para com
firmas chinesas, limitando o acesso da China a diversos maquindrios e subsistemas das etapas
produtivas dos chips. No nivel doméstico, existe um esfor¢o de intensificagdo tecnoldgica e
industrial dos EUA. Enquanto internacionalmente, Washington atua de modo a influenciar

paises parceiros a limitar o acesso chinés aos seus recursos, mercados internos, mercadorias e



firmas especializadas, com o objetivo de desacelerar a China na sua busca pelo
desenvolvimento de Cls de alta tecnologia.

Sobre a China, a poténcia tem como base da sua estratégia o MIC25 aliado a outras
politicas publicas com énfase na expansao do setor de pesquisa e desenvolvimento
tecnoldgico, assim como maior investimento no setor fabril dos circuitos integrados. Isso
caracteriza a estratégia nacional como uma de longo prazo, que busca a substituicdo de
importagdes por produtos semelhantes ou melhores desenvolvidos dentro do seu territorio,
aplicada por meio da cooperagdo ampla do setor privado com o estatal para reduzir a
dependéncia externa — em especial a dependéncia técnica e tecnologica.

A hipotese de que a disputa tecnologica entre China e EUA atua como vetor de
desacoplamento da cadeia global de producdo dos Cls desta pesquisa ainda ndo pode ser
confirmada. Mesmo que o cenario internacional tenha incentivado renovada preocupagao por
parte dos Estados para com as localizagdes geograficas de gargalos da cadeia produtiva de
chips, constata-se a dependéncia mutua entre China e EUA nesse setor. Além disso, muitos
paises ainda conseguem equilibrar suas posi¢oes frente aos dois paises. Nao obstante, pode ser
observada uma tendéncia de desagregacao das etapas mais tecnoldgicas do setor de
microchips em virtude da preocupacdo com a seguranca econdmica e, consequentemente,
nacional por parte de Pequim e Washington. Também, ¢ possivel enxergar uma certa
concentracdo nos territorios chineses e estadunidenses de etapas da cadeia produtiva de Cls
que antes eram realizadas em outros paises, reduzindo a importancia relativa desses Estados
no setor de chips.

Futuramente, caberia esmiucar o grau de desagregacdo das etapas mais
tecnologicamente avancadas da cadeia global de producdo de Cls. Dentro dessa questdo,
agendas futuras de pesquisa poderiam abranger se os EUA conseguiram reduzir a sua
dependéncia para com o leste asiatico, o grau de sucesso das iniciativas chinesas e
estadunidenses no setor de chips e quais os grupos sociais mais beneficiados por esses
projetos. Ademais, essa pesquisa dialoga com a literatura de Economia Politica no que tange o
tema abrangente da disputa tecnologica entre China e EUA, cabe a pesquisas futuras adentrar
mais a fundo sobre o possivel desacoplamento das etapas mais tecnoldgicas da cadeia de

produgdo de Cls.
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ANEXO

[ ExHIBIT 6 |
Global wafer fabrication copacity® by technology cotegory by region, 2022 [top] and Forecost [bottom] [%)
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ANEXO A — Capacidade global de producao de wafers por categoria de tecnologia

por regido de 2022 e uma projecdo no ano de 2032.
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